
2009年省部产学研合作专项资金
项目申报指南（第一批）
广东省教育部产学研合作专项资金项目计划，是教育部、广东省科技计划的重要组成部分。为贯彻落实《广东省人民政府教育部科学技术部关于深化省部产学研结合工作的若干意见》（粤府[2008]73号）的精神，进一步推动省部产学研结合工作的发展，根据国家和广东省科技发展规划及《广东省教育部科技部产学研结合发展规划（2007～2011年）》，在广泛征求各地市科技局、各有关高校、科研机构和企业等单位的意见和建议基础上，编制2009年项目申报指南。
一、计划类别

2009年广东省产学研省部合作专项资金计划类别主要分为重大专项、招标项目、引导项目、企业科技特派员行动计划专项和创新平台及示范基地建设等5类。
1、重大专项
省部产学研结合重大专项指南将根据实际情况分期分批发布。
2、招标项目

该类别项目将按照招标程序要求，由省科技厅统一协调后启动。（具体内容另行通知）

3、引导项目

面向广东省优先支持的各领域，围绕企业发展过程中遇到的关键技术难题组织申报。该项目类别对申报内容和方向不作具体要求。
4、企业科技特派员行动计划专项
该项目类别请参照《关于组织申报2009年度广东省教育部科技部企业科技特派员行动计划专项的通知》（粤产学研办函【2009】1号）。
5、创新平台及示范基地建设

创新平台及示范基地建设类项目申报通知另行公布。
二、申报条件
申报广东省产学研省部合作专项资金的项目，除符合科技计划申报的总体要求外，还必须符合以下条件（主要针对重大专项和引导项目2类，其他3类的要求请参照具体的通知）：
（一）申报单位条件 

　　⒈项目申报主体必须具有高校和企业2个主体，其他联合体不限。联合申请单位应具有良好的合作基础，并已签订责权明确的产学研合作协议； 

　　2.高校原则上必须是部属高校或广东省属重点高校；

3.企业必须是在粤注册并具有独立法人资格的经济实体，有良好的研发基础和条件、健全的财务制度和优秀的技术及管理团队； 

　　4.对已组建的省部产学研创新联盟成员单位联合申请的项目,在同等条件下给予优先考虑; 

　　5.已获得省部产学研结合示范基地的单位申请的项目,在同等条件下给予优先考虑。 

　　（二）申报项目条件 

　　1.符合指南公布内容；
2.符合国家和广东省技术和产业政策的要求，对支柱产业或新兴产业具有明显带动作用； 

3.项目成果具有自主知识产权；

4.项目目标明确，完成后形成产品并实现产业化生成，具有良好经济和社会效益；

5.申报重大专项的第二十一、二十二、二十五和二十九专题，必须以整个专题为申报单元组织申报，并承担专题下设所有内容的研究和产业化任务。
（三）项目负责人条件 

　　1.联合申报的每一个申报单位都必须确定一名项目负责人，项目负责人必须是本单位在职人员，应具有完成该项目所需的相关基础知识、专业经历和组织协调能力；

　　2.项目负责人原则上必须具有副高以上职称，年龄60岁以下； 

　　3.项目负责人在同一年内不能同时申请2项及以上的省部产学研合作项目；在研省部产学研结合专项资金项目超过1项（含1项）的项目负责人，原则上不能再申请省部产学研合作项目。 

三、2009年省部产学研重大专项（第一批）申报指南
专题十九：重大技术装备（专题编号：0901）
1、半导体晶圆紫外激光精密切割装备研发及产业化

研究内容：通过对精细密封、可靠高效的外光路，高精度二维工作台，高分辨率、高精度直线旋转台以及计算机视觉识别等关键技术的研发，解决半导体晶圆激光切割装备的高速、高精加工等问题，研制具有集成度高、可靠性高的半导体晶圆紫外激光精密切割装备，并实现产业化。

考核指标：切割范围127mm×127mm，定位精度±0.005mm，重复定位精度±0.003mm，切割线宽0.0015mm-0.0030mm，切割深度0.05mm-0.40mm，批次成品率达到99%以上, 并实现产业化应用。

2、高端全自动表面贴装成套装备研发及产业化

研究内容：通过解决制约我国SMT产业发展中的高精度视觉定位、高速高精运动控制等技术难题，研制具有自主知识产权的全自动贴片机系列产品，实现自动送料、自动定位与校正、自动贴装以及贴装质量自动评估等功能，并实现产业化。

考核指标：最多贴装头数：8个；Chip贴装精度: 0.05mm；旋转角度精度: 0.1度；SOIC、 QFP、BGA贴装精度: 0.01mm；旋转角度精度: 0.05度；最低贴片速度：18000片/小时，并批量化生产。

3、四物料共塑精密成型装备研发及产业化

研究内容：针对塑料制品行业对多物料注塑成型装备的巨大需求，研究四组注射机构、制造工艺、专用控制系统、专用模具控制软件及“三文治”流道系统等关键技术，研制具有自主知识产权的四物料共塑精密成型装备，并实现产业化。

考核指标：研发出能够体现多色机的L型、V型、斜放型全面结合的设备，主射胶和副射胶系统注射容量173cm3～286cm3，顶射胶系统容量44cm3～55cm3 ，L型侧射胶系统容量44cm3～55cm3，锁模力≥2600KN，并实现批量生产。

4、RFID标签封装技术开发与装备产业化

研发内容：针对RFID产业发展需求，开发满足不同行业典型应用的标签批量化制造工艺，研制具有自主知识产权的系列化、高性能、全自动RFID标签封装设备，性能满足RFID标签多品种、低成本、高效率生产要求，实现RFID标签封装装备产业化。

考核指标：开发出5种以上标签批量化制造工艺及产品；研制3种以上RFID标签封装装备，生产效率>5000UPH，定位精度±20μm；成品率>99%，封装成本减低30％；实现20台套以上封装装备的年生产能力，在主流RFID标签封装企业建立示范生产线3条以上。

5、大型挤压铸造成形技术及装备的研发及产业化

研究内容：通过对大型复杂铝合金结构件挤压铸造成形、整机控制与监测、挤压铸造模具、整机结构优化等关键技术的研发，研制具有国际先进水平的大型挤压铸造装备，并实现产业化。

考核指标：汽车关键零部件本体抗拉强度和伸长率比压铸工艺生产的同类产品提高50％以上；大型挤压铸造装备的锁模力≥40000kN，每个空循环最长时间＜300s，铝合金液传输流量范围为1.0～5.0kg/s；实现挤压铸造装备产业化应用和至少一家企业进入挤压铸造关键零部件产品的大规模生产，产值2亿元以上。

6、高效高精可逆铜板带热轧机组研发及产业化

主要内容：针对国内在产铜板带热轧机组卷重普遍较小,控制手段差，产品性能稳定性差，能耗大的落后局面，通过对大卷重（≥5吨）铜板带热轧主机、前后立辊轧机控轧工艺，包括高效能冷却器、高平直度控制和高材料组织性能控制在线淬火控冷新工艺，热卷曲工艺等关键技术的研发，研制具有国内领先水平的高效节能可逆铜板带热轧整套装备，并实现产业化。

考核指标：机组生产铜板带的卷重≥5吨；建成具有我国自主知识产权的铜板带在线淬火控冷成套技术装备生产线；操作采用PLC自动控制，具有工艺过程参数的预设定、工艺过程参数和设备关键参数的检测、显示和报警系统。并有完善的生产管理和报表打印功能，可方便实现网络化管理；实现高效节能可逆铜板带热轧成套装备产业化应用。
专题二十：汽车及关键零部件研发与产业化（专题编号：0902）
1、新型软阻浪轻量化液罐车的研发及产业化

主要内容：针对我国液罐车自重大、易侧翻、信息化水平低等问题，采用软阻浪技术取代硬阻浪板，降低罐车自重，提高安全可靠性和信息化水平。解决罐车软阻浪、多轴低磨损低阻力单胎承载、防混油智能检测、安全性智能预警、运输和装卸互斥保险控制、定位导航与指挥调度管理、高温防爆炸自动泄压控制、挥发液体回收等关键技术，研制具有自主知识产权的软阻浪轻量化铝合金液罐车。液罐车整体达到国际先进水平，并实现产业化。

考核要求：实现液罐车自重降低2吨以上，充分体现新型液罐车高效、安全、环保、信息化的特点。申请5项以上发明专利，并实现批量生产。投产1年内实现产值2亿元以上，并出口创汇1000万元以上。
2、锂离子动力电池及关键材料研发与产业化

① 锂离子动力电池用关键材料研制
研究内容：研发高安全、长寿命锂离子电池关键材料，重点研发新一代磷酸铁锂正极材料和人造石墨负极材料；研究材料掺杂改性和表面修饰技术、以及具有特殊颗粒结构负极材料的制备技术；实现低成本批量生产。
考核指标： （1）磷酸铁锂材料：0.2C比容量≥150mAh/g，振实密度>1.5g/cm3，能量型倍率性能≥10C，功率型倍率放电性能≥30C，-20℃放电容量不低于常温放电容量的75%，循环寿命2000次不低于常温放电容量的80％，安全性满足动力蓄电池要求，成本低于100元/公斤,实现批量供应能力。(2)人造石墨负极材料：比容量≥330mAh/g，振实密度>1.0g/cm3，能量型倍率性能≥10C，功率型倍率放电性能≥30C，具备10C以上充电接受能力，循环2000次不低于首次放电容量的80％，安全性满足动力蓄电池要求，成本降低20％以上。实现批量供应能力。
②磷酸铁锂动力电池系统研制
研究内容：研究电池模块及高电压电池组系统在纯电动汽车、混合动力汽车各种工况条件下的热电特性，以及系统在各类极限环境下静态与动态结构力学行为，分析电池模块及系统性能一致性、寿命等特性的变化规律，建立相关模型和控制策略；重点研究电池荷电状态（SOC）高精度动态估算方法，开发电池系统高效、安全应用的智能化管理模块软硬件；研究电池系统的产品标准化技术、系统制造装备、制造过程质量控制及工艺规范，实现产业化。

考核指标：（1）管理系统电压检测精度0.5％，电流检测精度0.5％，温度检测精度0.5℃，SOC估算误差小于5％，故障间隔里程不低于30000公里，电磁兼容性符合汽车电器设备电磁兼容性标准，形成2个以上系列产品；（2）电池系统工作温度-30～60℃，寿命满足车用15万公里以上，或2000次以上循环使用寿命，并通过国家相关机构对电池系统性能的检测；（3）通过TS16949体系认证，实现10 万套/年产配套供应能力，成本低于3元/Wh（不含电池管理系统）。

③高性能磷酸铁锂动力电池研发及产业化

研究内容：研究高功率型与高能量型系列电池产品设计、工艺参数与电池性能之间变化规律，开发电池组装自动化工艺，深入研究电池制造工艺过程一致性和电池产品性能的一致性关系规律，研究电池安全性、低成本与产品质量控制技术，开发高品质动力蓄电池系列产品，实现产业化并形成批量供货能力。
考核指标：（1）6～8Ah电池功率密度大于1800W/kg, 能量密度大于60Wh/kg; 40～60Ah电池功率密度大于700W/kg, 能量密于大于110Wh/kg；80～100Ah电池功率密度大于500W/kg, 能量密度大于120Wh/kg;（2）电池工作温度-30～60℃，寿命满足车用15万公里以上，或2000次以上循环使用寿命，并通过国家相关机构对电池性能的检测；（3）单体容量偏差≤2％，单体电压偏差≤0.02V，荷电保持能力（常温下搁置28天）≥90％（4）实现年产能力大于3000万安时，电池成本低于3元/Wh。
3、汽车轴类零件近净轧制成形工艺与装备研究

研究内容:对汽车发动机气门轧制成形机理的研究，探索汽车零部件轧制过程的机理，研发汽车零部件精密轧制成形新技术，开发汽车零部件精密轧制成套生产工艺,研制相应的专用机械及装备，解决中试过程出现的技术难题。具体包括：楔横轧精确成形发动机气门的机理研究。研发工件精确定位、进出料全自动的楔横轧机。研究从原料到轧制出产品的全程监控与检测。高硬度模具的加工。
考核指标：开发研制汽车发动机气门的精密楔横轧成套技术与装备。开发研制出具有自主知识产权的优质、高效、低能耗、低成本和无污染的气门近净轧制成形生产技术。指标:生产率由6件/分提高到20件/分以上；原材料由磨削棒料改为热轧圆钢，仅原材料成本即可下降10%以上；废品率下降50%以上。材料利用率高，达90％以上。该工艺的开发将是世界气门制造的一个巨大创新，预计可提高生产率4－10倍以上，降低生产成本30-50%。
4、汽车主动防碰撞控制系统研发及产业化
研究内容：针对汽车主动防碰撞市场的需求，研究具有自主知识产权的基于毫米波雷达的汽车主动防碰撞控制技术，突破76GHz以上毫米波雷达的天线、射频前端、雷达信号处理和目标识别等关键技术，研制单片毫米波雷达集成模块，研究基于多传感器信息融合和自学习的汽车主动碰撞系统信息处理技术，提高汽车主动防碰撞系统的预警可靠性，研制汽车主动碰撞控制系统并实现产业化。
考核指标：工作频率：76～77GHz；视角：方位角为9°～12°, 高低角为3°；作用距离：1～150m；距离分辨率：≤1m；测速精度：≤0.5m/s；虚警概率：<10-4；控制模式：模糊控制，模糊系统输入参数有路面状况、本车的状况、司机的反应状况和毫米波雷达的输出数据等。研制成果应满足产业化生产要求。
专题二十一：卫星导航产业关键技术研究及高端芯片研发与产业化（专题编号：0903）
1、卫星导航多模式基带处理芯片研发与产业化（RD2）

研究内容：研究GPS和北斗系统的卫星导航信号捕获与跟踪、多系统定位解算、高效导航信息处理等关键技术，实现多模卫星导航基带处理功能的全参数设计，完成多模卫星导航基带处理芯片研发，构建多模卫星导航基带处理芯片的生产测试平台，突破制约芯片生产测试的关键工艺研究，实现多模卫星导航基带芯片的制造和规模化量产。
考核指标：

（1）突破多模卫星导航基带处理核心算法和基带芯片设计的各项关键技术，申请发明专利3-4项；

（2）完成多模卫星导航基带处理芯片版图2-3套，研制多模卫星导航基带处理芯片2－3款；

（3）构建多模卫星导航信号采集、回放、验证与测试平台，以及基带处理芯片生产测试环境；

（4）实现多模卫星导航基带处理芯片生产40万片，带动产值达到1亿元以上。

2.多模卫星授时核心芯片研发及产业化（RD3）

研究内容：研究基于我国自主知识产权的北斗二代卫星系统与应用广泛的GPS系统的授时技术，突破多模授时的核心算法，开发基于自主芯片的单模（北斗、GPS）/双模（北斗+GPS）授时模组及相应的生产、测试设备与环境，研制具有自主知识产权的单模（北斗、GPS）/双模（北斗+GPS）授时处理芯片并实现产业化应用。

考核指标：
（1）
突破北斗卫星系统和GPS卫星系统授时关键技术与核心算法，申请发明专利3-4项；

（2）
完成具有自主知识产权的单模（北斗、GPS）/双模（北斗+GPS）授时处理芯片的研制，申请实用新型专利2-3项；

（3）实现单模（北斗、GPS）/双模（北斗+GPS）授时处理芯片生产50万片，带动产值达到1亿元以上。

3、卫星导航嵌入式系统软件、中间件、应用软件以及集成开发环境开发（RD5）
研究内容：研究针对卫星导航定位数据处理的微处理片上系统（SOC）的固化技术、系统软件技术、嵌入式软件中间件技术、典型应用开发软件技术、嵌入式集成开发环境技术；提出卫星导航嵌入式系统软件整体开发规范；突破嵌入式实时操作系统、导航定位系统的各类信号处理算法、跨平台中间件等关键技术；逐步形成应用于卫星导航系统的嵌入式体系结构平台，建立自主研发的技术保障体系，拓展卫星导航产业链的范围，提升产品附加值，完善产业结构。

考核指标：

（1）完成一套完整的卫星导航嵌入式系统软件的研制，其中：

固化技术：支持SOC算法固化、驱动软件固化、功能软件库固化；

安全实时操作系统：分别实现微内核及单一内核两类结构的嵌入式实时安全操作系统，支持虚拟化技术，支持数据安全隔离技术；

嵌入式中间件：支持跨平台应用，支持面向卫星导航应用开发的虚拟机、嵌入式数据库、定位解算等各种中间件；

集成开发环境：支持编辑、编译、链接、仿真调试、在线调试、即插即用等特性，支持SOC的CPU嵌入式处理器核的软件开发。
（2）完成“卫星导航嵌入式系统软件整体开发规范”的编制；

（3）申请发明专利1～2项、软件著作权4～5项。

4、卫星导航重大产品研究及产业化（RD6）
研究内容：研究负责大型应用场景的终端设计与制造技术；研制自主知识产权的军民用卫星导航定位终端及典型解决方案的产业化；突破单模（北斗、GPS）/双模（北斗+GPS）授时模组封装以及小型化设计等关键技术，实现自主知识产权的单模（北斗、GPS）/双模（北斗+GPS）授时模组、授时终端的研制及产业化
考核指标：

（1）实现对天线技术、低功耗设计技术、封装技术、性能监测与质量控制技术、应用软件开发技术等终端生产关键技术突破，申请专利2－3项；

（2）形成高可靠性小型化基于自主知识产权的多模式卫星导航终端产品年100万套规模生产能力，多模卫星导航接收终端产品相关技术达到国际先进水平；
（3）实现生产基于自主知识产权的授时模组35万套，开发相关多模式授时终端产品2种，生产25万套以上，相关技术达到国际先进水平
专题二十二：安全环保消费电子类线缆及线束共性技术研究与产业化（专题编号：0904）
1、消费类电子线缆制备技术及新型设备研制
研究内容：解决适合安全环保消费类电子线制备的关键技术；利用激光衍射分析技术，解决在线实时检测的过程一致性问题，实现中央集成自动化的管理；在建立检测平台的基础上制定出信息传输线缆行业标准；开发出节能减排的线缆设备。

考核指标：1）开发出氧指数≥30，垂直燃烧达到VW-1级别，毒性指数≤2.0，符合环保及RoHS指令要求的复合无卤电缆材料并实现产业化。2）解决基于信息传输线缆产品的一致性测试、实时性能测试等技术难点，线缆外径检测精度为 3.0(m， 温湿度及力检测精度为1.0级，偏心量检测精度为 5.0(m，实现生产过程的中央集成化。3）建立相应的检测中心，制定信息传输线缆行业标准。4）实现设备节能的能耗下降25%以上，噪声平均降低10-15dB(A)，废气物理热与化学热的回收利用率大于70%。获得发明专利和新型装备。
2、微细数据传输同轴线缆及线束产品研发及产业化

研究内容：针对终端通信产品（如手机天线、笔记本、显示屏设备等）微型化的要求，开发出微细数据传输同轴线缆及线束产品。开发出一批具有自主知识产权的关键技术及成套装备，实现产业化应用。

考核指标：产品性能可达国际同类产品先进水平，研发出线规可达42AWG至46AWG范围内的微细数据传输同轴线缆，特性阻抗达到50Ω，单根铜导体的最小直径为0.015mm，保证绞线、压出及材料组件加工可在精密条件下进行。获得发明专利和相关装备。
3、小型化超高速超宽带射频数据传输线缆及线束

研究内容：针对当前电子产品正加速向高性能、高可靠和小型化的方向发展，而目前我国信息线缆企业尚未掌握生产满足下一代该类电子产品急需的小型化超高速超宽带射频数据传输线及组件技术这一问题，采用基于电磁波在封闭边界条件下的长线传输理论，开发出具有自主知识产权的小型化超高速超宽带射频数据传输线缆及线束产品，实现产业化应用。

考核指标：开发出3～5种符合环保及UL、RoHS等标准要求、特性阻抗Z0的误差不超过7％的微型超高速超宽带射频数据传输线缆及线束，接上射频连接器后的射频组件驻波系数VSWR不大于1.10，且满足USB 3.0标准以上的精细超高速超宽带射频数据传输线缆及线束，评价工艺的可靠性和安全性，建立安全环保的该类信息传输线缆及线束生产线，实现产业化。获得发明专利及产品。
专题二十三：集成电路关键技术研发与产业化（专题编号：0905）
1、可重构射频/模拟/数字芯片设计关键技术研究与产业化
研究内容：研究低功耗射频/模拟/数字电路技术、低功耗SoC体系结构技术、射频/模拟/数字电路/SoC设计、验证技术等关键技术；研究可配置射频IP核设计技术、可重构射频/模拟/数字电路体系，针对多标准的多媒体数字视讯终端需求，设计开发射频前端芯片、数据变换芯片、数字音视频多媒体芯片等系列芯片产品，形成多款自主知识产权的芯片版图；建立可重构射频/模拟/数字SoC芯片测试验证平台。

考核指标：研制4个可重构射频IP核（宽带接收机前端、宽带频率综合器、可变增益放大器和可配置低通/带通滤波器）,开发基于130nm或以下先进工艺的3款支持DVB /CMMB/DAB技术标准的多模式多频段射频集成电路芯片、数据变换芯片、集成RISC核/32-bit 架构和指令集的基带SOC芯片产品，芯片量产能力200万片/年以上，达到百万片级产业化应用规模;申请专利4项以上。

2、通用可重构DSP核心技术研究与产业化

研究内容：通过可重构DSP的硬件架构研究、软硬件验证开发平台研究，建立通用可配置DSP簇IP核的指令系统和体系结构、可综合软核和全定制硬核、生成器开发环境、基于DSP簇IP核的数字媒体处理SOC产品设计软硬件开发环境，实现芯片设计、芯片开发应用平台及在数字媒体处理领域的产业化应用。

考核指标：90nm或以下先进工艺可配置VLIW DSP和Array DSP的可综合软核和全定制硬核，可综合软核的工作频率≥300 MHz，全定制硬核的工作频率≥500 MHz；支撑SOC“ASIC或ASIC+DSP”快速设计生成器等的开发环境；在两个以上的数字媒体处理SOC产品中应用通用可重构DSP核心技术，达到百万片级的应用规模。申请相关的发明专利10项以上。

3、SoC芯片测试验证技术、关键设备研发与产业化
研究内容：研究超大规模集成电路SoC芯片的测试技术，研发支持5千万门级的SoC软硬件协同设计验证平台，开发高频高精度测试适配器、DFT测试工具等自主知识产权的超大规模集成电路SoC芯片测试系统设备；通过攻克集成电路测试和分选一体化关键技术，研制集成电路性能参数测试、引脚及标印外观检查、产品分选装管等功能融为一体的集成电路综合测试系统。

考核指标：建立具有自主知识产权的支持DFT能力的数字移动多媒体SoC验证测试系统架构平台。测试速度达到500MHz，最大测试管脚1024 I/O，测试向量存储深度64 LVM，时间精度±200 ps，可验证逻辑门≥5000万门；完成10个以上高端SoC芯片的设计验证与产业化测试；申请专利5项以上。

4、移动多媒体终端核心芯片研发与产业化

研究内容：研发高性能、低功耗、低成本的移动多媒体智能终端的核心芯片、配套软件系统、开发平台，集成智能电源管理、高性能音视频处理和图像加速等功能，提供基于该芯片的移动多媒体智能终端的完整解决方案，并实现大规模产业化。

考核指标：芯片采用90nm或以下先进工艺。支持RM/RMVB/VOB/MPEG1/2/4/MP3/H.264/AVS/MWV等多种视频格式解码播放，图像分辨率达到高清720P；音频CODEC动态范围90dB；芯片峰值功耗小于400mw；自主建立配套的系统软件和移动多媒体技术开发平台并量产应用。申请专利10项以上，芯片量产500万片/年以上。

5、视讯设备中的功率控制和驱动芯片研发与产业化
研究内容：研究高低压兼容工艺、高可靠ESD设计技术、高压互联技术、启动技术等功率控制与管理集成化关键技术，开发面向视讯终端的功率控制与管理系列芯片产品，形成产业化。

考核指标：研制最高电压达到700V的大尺寸LCD显示屏的LED高压背光驱动芯片、驱动能力涵盖3-42英寸屏；行驱电压大于200V、列驱电压大于100V、栅驱电压大于700V的PDP驱动芯片；研制电压大于50V、电流大于3A的便携式通讯终端中的电源管理芯片和功率控制芯片等4个系列12款芯片产品，达到百万片级的应用规模;申请专利2项以上。

6、IMS终端核心芯片研发与产业化

研究内容：研究低电压、低功耗技术、特殊电路的工艺兼容技术、嵌入式IP核设计技术、软硬件协同设计技术，开发IMS终端核心芯片及基于该芯片的软件解决方案并实现产业化。

考核指标：研制0.13um标准CMOS工艺，采用商用级芯片封装集成的ARM嵌入式处理器的SoC芯片，其CPU主频不低于200MHz，接口满足UART、PCI、USB、PCM等要求，芯片量产能力8万片/年以上，；开发基于该核心芯片的配套软件，其中软件包包含内核软件、驱动软件、网络软件、协议处理软件，完成软件著作权4项；研制基于SoC器件的IMS终端设备，呼叫接通率不低于99.7%，能够支持H.248、H.323、SIP/IMS、MGCP呼叫处理协议，量产能力50万线/年以上。

专题二十四：软件及信息安全产品研制及产业化（专题编号：0906）
1、动漫设计技术和产品研发及产业化

研究内容：研发以可视定制对象为基础的动漫部件库、动漫制作引擎、人脸面部表情感知技术，并依托这些技术开发出具有自主知识产权的游戏动漫产品，并进行产业化。

考核要求：项目形成动漫部件库1个以上，制定3项标准规范，申请软件著作权2项以上，并在2家以上企业应用，开发出相应的游戏动漫产品，成功产业化，实现年产值1亿元以上。

2、面向数字电视的嵌入式软件研制及产业化

研究内容：研发数字电视嵌入式操作系统及中间件平台，建立高清交互数字电视嵌入式软件平台，构建高清交互应用开发及测试验证平台，实现数字电视软硬件解决方案，开发面向数字电视的嵌入式软件产品，并产业化应用。
考核要求：项目制定5项标准规范，形成200项核心发明专利，获得20项软件著作权和10项软件产品登记证。项目完成时，销售数字电视嵌入式软件平台300万套，实现经济效益2亿元。

3、软件工业化集群应用支撑平台

研究内容：研发支持构件化集群应用的构件采集、构件管理、组装生产、应用推广、售后运维的公共支撑平台，制定相关标准，开发基础平台和开发工具，形成软件工业化应用解决方案，实现产业化。

考核要求：建立软件工业化集群应用支撑平台并实际运作；获得软件著作权、软件登记；制定《软件工业化集群应用管理及流通规范》 技术规范1个，生产期年平均营业收入2亿元以上，带动相关软件产业的发展。

4、基于可信计算的安全终端产品研发及产业化

研究内容：针对计算机系统可信、可控制、可管理的迫切需要，研究信任链建立和安全机制等可信计算关键技术，开发基于可信计算平台的操作系统和中间件，研制具有自主知识产权的可信终端产品，并实现产业化。

考核指标：申请专利3项，制定行业规范和标准3项，开发安全终端产品1个，在计算机安全芯片制造、整机制造等2个以上行业中得到实际应用，实现新增产值1亿元以上。

专题二十五：真三维显示技术和成套设备的研究及产业化（专题编号：0907）
研究内容：

1、真三维显示光机系统

针对基于旋转平面屏和多投影机的真三维投影系统，设计偏视场大相对孔径的投影物镜及LCOS或LCD光引擎。设计带有亮度校正功能的照明光学系统，实现亮度均匀的旋转屏真三维影像。解决屏幕转动、数据刷新和投影机曝光的同步问题。研究具有各向异性漫反射与透射特性的投影屏的制备加工技术。研究与旋转屏相关的动平衡、真空密封和防护罩等问题，实现真三维显示光机系统的结构稳定、振动小和噪声低。
2、空间光调制器系统

完成高性能、低成本LCOS显示芯片版图设计和制造工艺优化，开发XGA分辨率的LCOS接口驱动电路，实现空间光调制器的模块化集成生产。

3、真三维数据采集、处理与传输

研究数据获取装置的搭建策略，实现动态真三维数据的采集和场景构建。研究三维图像到显示面的映射算法，包括三维场景的实时体素化，大规模体数据的高效组织、存储、传输、管理，实时压缩和解压缩技术，运动物体处理及其体数据增量传输技术，真三维显示的实时人机交互技术。研究多台计算机控制多个投影仪的实时并行数据传输技术，解决数据同步问题。

4、典型领域示范应用

针对空中交通管理、医疗培训和手术导航等应用的实际需求完善系统，实现在上述领域的示范应用。

考核指标：
真三维显示系统截面分辨率不小于800×600，空间体元不小于1亿个；体显示空间不小于Φ480×640mm3或Φ640×480mm3；显示色阶不少于16bit真彩色，支持可交互，实时动态显示；水平360度可视，180度水平到极点俯仰视；空间光调制器等核心器件国产化。真三维数据采集系统支持动态真三维数据的采集和场景构建，可形成体元数不小于1亿个的数据场景。针对2个典型领域的示范应用，开发出成套设备，形成批量生产能力。申请相关的发明专利不少于5项。
专题二十六：高分子改性技术及产品（专题编号：0908）
1、汽车用工程塑料

（1）研究内容：

①环保型高性能汽车发动机周边尼龙专用料

该产品玻璃纤维增强尼龙（PA6、PA66），要求产品解决发动机周边制件抗热氧老化、低翘曲变形、抗醇解等方面的技术难题，其主要技术指标均达到国际先进水平，代替国外尼龙专用料，可广泛应用于汽车发动机冷却水室、发动机罩盖、进气歧管等各种汽车发动机周边制件。

②长玻纤增强尼龙66

该产品以长玻纤增强尼龙66，采用连续生产工艺，产品具有高比强度、高比模量、高抗冲击性、良好的加工性能等，能替代金属材料，应用于汽车仪表板骨架、内门板等大型零部件。

③聚氨酯弹性体合金
开发耐撕裂、耐磨、易粘接涂漆、综合性能优良的新型聚酯/聚氨酯弹性体合金。具有比PVC材料更好的加工性能和环保性能，主要取代PVC用于汽车内饰件。

（2）考核指标：

1）技术指标
① 环保型高性能汽车发动机周边尼龙专用料
	用途
	进气歧管
	发动机罩盖
	发动机冷却水室

	            产品牌号

性能
	PA6-G30
	PA6-MG30
	PA66-G30

	拉伸强度 (MPa)
	≥175
	≥145
	≥210

	弯曲强度 (MPa)
	≥250
	≥200
	≥280

	弯曲模量 (GPa)
	≥8.7
	≥7
	≥11.7

	缺口冲击强度(kJ/m2)
	23℃
	≥18
	≥10
	≥18

	
	-30℃
	≥10
	≥5
	≥14

	热变形温度，℃
	1.82MPa
	≥210
	≥205
	≥250

	
	0.45MPa
	≥220
	≥220
	≥260


②长玻纤增强尼龙66 

	项目
	单位
	指标

(PA66+50%LGF)
	指标

(PA66+40%LGF)
	指标

(PA66+30%LGF)

	热变形温度

（1.82 MPa）
	℃
	≥250
	≥250
	≥250

	拉伸强度
	MPa
	≥240
	≥215
	≥195

	缺口冲击强度
	23℃
	kJ/m2
	≥40
	≥35
	≥28

	
	-32℃
	kJ/m2
	≥38
	≥33
	≥25

	弯曲强度
	MPa
	≥335
	≥305
	≥275

	弯曲模量
	GPa
	≥14
	≥11
	≥8.5


③聚氨酯弹性体合金技术指标

	性能
	单位
	指标

	邵氏硬度
	A
	30～90

	拉伸强度
	MPa
	≥12.5

	断裂伸长率
	%
	≥200

	耐磨性能
	mm3
	≤38

	撕裂强度
	kN/m
	≥47


2）经济指标

项目完成时，具备年产万吨汽车用工程塑料产能。

3）申请国家发明专利4件以上。

2、工程塑料无卤阻燃技术及产品

（1）研究内容：

①无卤阻燃聚碳酸酯（PC）

研究适用于PC的高效无卤阻燃剂体系，开发出无卤阻燃PC工程塑料。

②耐高温无卤阻燃尼龙（PA）

研究PA树脂耐高温技术，研究开发适用于PA的高效无卤阻燃剂体系，开发耐高温无卤阻燃PA的合金制备技术及其产品，产品质量达到国外同类产品先进水平。

③无卤阻燃聚酯（PBT）

研究适用于PBT的高效无卤阻燃剂体系，开发无卤阻燃PBT工程塑料，产品质量达到国际同类产品水平。

（2）考核指标
1）技术指标

①无卤阻燃聚碳酸酯（PC）

	性能
	单位
	指标

	阻燃性
	等级
	V-0

	拉伸强度
	MPa
	≥55

	弯曲强度
	MPa
	≥80

	缺口冲击强度
	kJ/m2
	≥50

	热变形温度（1.82MPa）
	℃
	≥95


②耐高温无卤阻燃尼龙（PA）

	性能
	单位
	指标

	阻燃性
	等级
	V-0

	拉伸强度
	MPa
	≥140

	断裂伸长率
	%
	≥1.5

	弯曲强度
	MPa
	≥210

	弯曲模量
	GPa
	≥9

	缺口冲击强度
	kJ/m2
	≥8.5

	热变形温度（1.82MPa）
	℃
	≥280


③无卤阻燃聚酯（PBT）

	性能
	单位
	指标

	阻燃性
	等级
	V-0

	拉伸强度
	MPa
	≥115

	弯曲强度
	MPa
	≥165

	缺口冲击强度
	kJ/m2
	≥8

	热变形温度（0.45MPa）
	℃
	≥200


2）经济指标

项目完成时，每类产品具备年产万吨以上产能。

3）申请国家发明专利4件以上。
3、高等级路面用沥青聚合物改性材料

研究内容：主要研究低等级废塑料/废橡胶与沥青的相容性和废塑料/废橡胶复合改性沥青机理，通过配方工艺优化及结构与性能优化，获得替代SBS的废塑料橡胶改性材料，解决改性沥青的稳定性问题，并在高等级路面上推广使用。

考核要求：熔点≤150℃，熔融指数（190℃，2.16Kg）≥2.0 g/10min，软化点≥6５℃，针入度（25℃）（1/10mm）≥40，薄膜加热残留针入度≥65%，粘度（135℃）<3Pa.S，沥青混合料马歇尔稳定度>5KN；形成6500吨/年以上产能。

专题二十七：无源电子元器件关键集成技术的开发（专题编号：0909）
1、LTCC关键材料的开发

（1）系列化LTCC用基板介质材料的开发
研究内容：具有低介电常数、中高介电常数，低介电损耗，低烧结温度，满足LTCC性能和工艺要求的介质瓷料，适应基板及介质材料向高频发展的需要，形成我国在LTTC材料领域的自主知识产权。

考核指标：低介电常数（介电常数<9）、中高介电常数（介电常数=15-90），低介电损耗（tanδ≤10－3），烧结温度≤900oC。工作频率在2-10GHz，达到年产介质瓷料20吨的生产能力。
（2）LTCC用系列磁性、敏感功能材料开发

研究内容：满足LTCC工艺要求的功能材料，包括中高频(0.5M-300MHz)和甚高频(300M-1GHz)铁氧体材料；正温度系数（PTC）和负温度系数（NTC）电阻材料体系。

考核指标：可以满足LTCC介质及电极共烧要求。中高频铁氧体起始磁导率在10-800;甚高频铁氧体材料起始磁导率在2-10;ZnO系压敏材料非线性系数达到30以上，形成批量生产能力。

2、LTCC无源集成共性技术及器件开发

研究内容：LTCC集成中具有共性的设计和制备技术。包括新型无源集成器件和模块的建模、数据库、可靠性及其规范；异种材料的共烧技术、多层基板之间的互通互联技术。设计生产集成器件和功能模块，包括片式滤波器、陷波器、轭流圈、双工器、集成模块等。

考核指标：开发出可指导生产的LTCC模块设计软件。典型器件具体指标为：低通滤波器：截止频率800MHz—5GHz，插损＜2dB。带通滤波器：中心频率800MHz—5GHz，插损＜2.5dB。以及蓝牙模块、无线通信模块、功率放大器模块、片式天线。形成年产集成器件及模块1亿片的规模，实现产值上亿元。

3、薄膜电路关键材料

研究内容：低成本、高可靠陶瓷基片平坦化技术，薄膜电路中导带、电阻、介质、绝缘等四类各种功能薄膜的制备和处理工艺。

考核指标：以非抛光Al2O3陶瓷基片为基体，改性后基片表面均方根粗糙度<10nm，后处理温度承受力>1000℃, 介电常数<10，热膨胀系数(6.0(2.0)(10-6K-1。形成批量生产能力。
4、薄膜集成共性技术及器件开发

研究内容：无源薄膜集成电路的非标准微细加工技术。各种功能薄膜之间的工艺兼容性。设计制造高精度薄膜温度传感器、薄膜电阻网络等3-5类薄膜化无源集成器件，形成规模化生产能力。

考核指标：建立薄膜集成器件的制造平台；器件最小线宽15(m；最小间隙15(m；关键部位尺寸公差<2.5(m；电路尺寸公差<0.05mm；电阻值精度<±10%。形成年产5千万只以上薄膜集成器件的生产能力，年产值达到2000万元。

专题二十八：高性能硬质材料及涂层制品研发与产业化（专题编号：0910）
1、微（纳）米级晶粒硬质合金制品研发及产业化

研究内容：研究纳米WO3、W、WC粉末催化凝胶－低温还原碳化技术，实现纳米WC粉低成本工业化生产，研究超细WC-Co粉末分散技术、烧结－热等静压致密化技术及晶粒长大抑制技术，实现0.2μm级超细晶粒硬质合金批量生产，开发PCB微钻、数控机床刀具、喷嘴、拉丝模等产品。
考核指标：合金晶粒度≤0.2μm，抗弯强度≥4300MPa；硬度HRA≥94.0，孔隙度达到A02B00C00标准，满足直径Ф200μm以下的PCB微钻的生产，并实现产业化。
2、高性能钢结硬质合金制品研发及产业化

研究内容：研究WC、TiC硬质颗粒球化处理技术，研究合金钢粘结相选择及微量元素强韧化技术，研究合金坯体锻造、等温淬火工艺及设备，制备高强、高韧、高耐磨性的可冷热加工的钢结硬质合金，开发钢结硬质合金轧辊、模具、耐磨阀座等产品。
考核指标：材料抗弯强度≥3400MPa，抗拉强度≥2000MPa，硬度HRC≥70.0，冲击韧性25.0J/cm2，相关产品较高速钢产品寿命提高5倍以上，并实现产业化。
3、高强韧陶瓷刀具研发及产业化

研究内容：研究纳米级TiC、TiCN、Al2O3、TiC-Al2O3、Ni-Mo等粉体的低成本合成技术，研究陶瓷材料的补强增韧及燃烧合成致密化技术，优化反应烧结和活化烧结工艺，开发各种高强韧陶瓷切削刀具。

考核指标：抗弯强度≥2200MPa，硬度HV≥20GPa，断裂韧性KIC≥8MPam-1/2，陶瓷刀具满足数控机床高效切削及寿命要求，并实现产业化。
4、金刚石薄膜涂层硬质合金工具的研发及产业化
研究内容：研制新型工业化金刚石涂层沉积系统，研究硬质合金基体预处理技术，优化各种工艺参数，提高金刚石涂层的附着力，研制细晶粒、高平整度、高性能金刚石涂层，开发金刚石薄膜涂层硬质合金钻头、铣刀及PCB微钻等产品。

考核指标：金刚石涂层附着力满足工业使用要求，工具寿命大于无涂层硬质合金工具10倍，产品的批次合格率≥95%，并实现产业化。

5、熔覆耐磨耐蚀涂层的研发及产业化
研究内容：研究开发低熔点Fe、Ni基合金粉末，研究涂层成份和组织结构对涂层耐磨耐蚀性能的影响，优化熔覆及涂层热处理工艺参数，开发耐磨耐蚀涂层轧辊、模具、耐磨衬板、抽油管、泥浆泵缸套等产品。
考核指标：涂层厚度：0.2～5mm可控，硬度HRC：60～75，结合强度≥350MPa，Ni基涂层耐蚀性能与316L不锈钢相当，耐磨涂层产品使用寿命接近硬质合金制品，并实现产业化。

专题二十九：电路板再生金属绿色回收和深加工成套工艺、装备研发及产业化（专题编号：0911）
1、电路板绿色高效破碎分选装备

研究内容：针对国家严禁的、对环境和生态造成严重负担的电路板焚烧和酸解回收工艺，开发电路板绿色高效破碎、筛分、静电电晕分选工艺和装备。实现电路板环保和高效低耗回收。

考核指标：开发高效电路板破碎和分选工艺及装备，实现零排放；单组破碎设备处理能力≥1t/h，最终粉末粒度≤0.3mm；电路板金属粉末回收率≥95%。

2、铜电解分离及提纯成套装备

研究内容：针对电路板金属粉末成分复杂，分离和提纯难度大等共性技术难题，通过研究电路板杂铜金属粉末工业化冶炼技术、多级电解分离提纯技术、酸气回收技术、电解液离子浓度稳定技术和电解液循环利用技术，开发出铜电解分离及提纯成套装备，实现电解液零排放。

考核指标：

①电解装备：电流≥20000A/m2；电压：0.5V-12V；电解效率≥95%；电解槽容积≥10m3；产能≥15kg/h。
②铜分离和提纯指标：铜电解分离回收率≥98.0%，紫铜纯度达到99.995%-99.999%(4N5-5N)；电解液循环利用，实现零排放。

3、电路板阳极泥贵金属提取分离技术及产业化

研究内容：针对我省废旧电路板杂铜合金电解提取阴极铜后，阳极泥提取分离贵金属的难题，研究环境友好贵金属溶解液和沉淀液配方，开发出绿色提取金、银、铂、钯等贵金属的技术及装备，提高贵金属回收率，最终达到滤渣无污染排放标准。

考核指标：研发出贵金属提取分离成套装备，贵金属总回收率≥98.0%，金回收率≥99.0%，银回收率≥97.5%，铂回收率≥97.7%，钯回收率≥97.0%；贵金属纯度为99.99%；液体无污染排放。

四、联系方式 

广东省科技厅业务受理窗口：

83163930、83163931、83163932
广东省教育部产学研结合协调领导小组办公室

叶超贤，020-83163382

陈建敏，020-83163383

裴启银，020-83163942

陆  川，020-83163929

邮寄地址：广州市连新路171号省科技信息大楼1楼广东省科技厅业务受理窗口；邮政编码：510033
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